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Oveéerena technologie

Pokovovani korundovych substratd médi technologii TPC a solarni
prijimac na korundovém substratu pokoveném meédi technologii TPC

»  Vsouladu s definici uvedenou v dokumentu Uradu viady
CR, ¢€.j.: 1417/2013-RVV ,Metodika hodnoceni vysledk(
vyzkumnych organizaci a hodnoceni vysledk(
ukonéenych programu (platna pro léta 2013 az 2015 je
uplatfiovdna  ovéfend  technologie ,Pokovovani
korundovych substratd meédi technologii TPC a solarni
pfijima¢ na korundovém substratu pokoveném médi
technologii TPC*.

»  Ovéfenad technologie vznikla v pfimé souvislosti
s feSenim projektu LF14029 ,ASES - Chytry solarni
alternativni zdroj elektrické energie o vysoké Gc¢innosti*,

. . ED2.1.00/03.0094 a ,RICE - Regionalni Inovaéni
Sitotiskové zafizeni EKRA XH — STS pro tisk médénych Centrum Elektrotechniky"
vrstev na korundovych substratech.

»  Jedna se o novou technologii, kterd umoznuje vytvaret
tlusté medeéné vrstvy na keramickych substratech
metodou TPC. Technologie spociva ve vicenasobném
tisku, suseni a vypalu médéné vrstvy v dusikové
atmosféfe. Technologii je moZzné dosahovat tloustky
meédi az 300 pm, pficemz v rlznych mistech substratu
muze byt tloustka médi odliSna. Substraty je mozné
pokovovat meédi oboustranné, ovéfena technologie
navic umoziiuje vytvaret pokovené otvory a vicevrstvé

struktury.

> Tato technologii byla ovéfena ve spole¢nosti ELCERAM

a.s., kde jsou pomoci ni vyrabény solarni pfijimace na

e e . korundovém substratu.
Pec CLASIC pro vypal médénych vrstev na korundovych
EVIDENCNI €isLo: substratech. »  Prvky novosti:
22130-0T001-2015 - — o o Vicenasobny oboustranny tisk médéné pasty na

1%066~1

korundovych substratech o tloustkach az 300 um.
o Kuvytvofeni tlusté meédéné vrstvy se vyuzije

vicenasobného tisku, suSeni a vypalu. Pocet
operaci zavisi na pozadované tloustce vrstvy.
Prvni vrstvy se vytvorfi pastou s vy$§im obsahem
skelné faze, zajistujici adhezi, dalsi vrstvy obsahuji
méné skelné faze kvuli vyssi elektrické a tepelné
vodivosti médéné vrstvy, dobré svafitelnosti a
pdjitelnosti i nanaseni vrstvy ENIG.

KONTAKTNI OSOBA:

Ing. Jan Reboun, Ph.D.

tel.: 377634549
jreboun@ket.zcu.cz

o SusSeni tlustych vrstev natisténé médéné pasty
obsahujici specialni lakovou slozku, vhodnou pro

RESITELSKE vypal v ochranné atmosfére dusiku.
PRACOVISTE: o Vypal extrémné tlustych médénych vrstev
v ochranné atmosfére velmi Cistého dusiku (99,999

Zapadoceska univerzita v Plzni

. ' % N2).

Fakulta elektrotechnicka Keramicky substrat s médénou vrstvou vytvofenou o Nanaseni ochranné vrstvyy ENIG na vypalené
» o technologii TPC s povrchovou ochranou ENIG pro CPV médeéné vrstvy (bezproudové nanaSena vrstva
Katedra technologii a méfeni PR ;
solarni pfijimace. niklu a zlata).
Univerzitni 8, 306 14 Plzen o Technika bondovani a mékkého pajeni na strukture

vrstev  Cu/Ni/Au, vytvorené na korundovych
substratech s obsahem korundu 96 %.
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